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摘要(译)

用于从热应变导出组织温度的设备包括热应变测量模块。 该模块使用超
声（156、158）来测量对象内部区域中的热应变，该区域围绕放置温度
传感器的位置（166 一个，166 F ）。 还包括温度测量模块，该温度测
量模块配置为通过传感器在传感器位于对象内部时测量传感器的温度。 
还包括患者特定的热应变-温度变化比例校正模块。 校准模块被配置为用
于校准（S238）系数，并且基于从温度测量模块的输出得出的该位置处
的温度参数的测量值以及通过测量获得的该位置处的热应变的测量值来
进行校准。 应变测量模块。 将该系数与从区域内另一个位置导出的热应
变测量结合使用，可以为该另一个位置评估另一个温度参数（S242）。
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